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Jazykové a graficka uroveri
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Doplnéni hodnoceni, ptipominky, dotazy:
Diplomova prace je dosti obsazna, zejména v uvodnich kapitolach, zabyva se aktudlni
tématikou piipravy novych tenkovrstvych kovovych slitin na bazi wolframu, mé&di a zirkonu
se zaméfenim na praktickou depozici tenkych vrstev matodami DCMS a HiPIMS a na
analyzy vlastnosti pfipravenych vrstev a vyhodnoceni korelaci s parametry depozi¢niho
procesu. Diplomova préce prinesla velmi uzite¢né a originalni vysledky.
Diplomova prace ma predepsané standardni €lenéni a dobrou grafickou Gpravu, obsahuje
minimum pieklepil a nespravnych tdaji (chybgjici nékteré komentované reflexe na obr.5.1,
nespravné tvrzeni o tvrdosti vrstev na str. 69 — posledni véta)
Dotazy: 1) Z textu diplomové prace neni ziejmy podil diplomanta na depozici, vyhodnoceni a
analyzéach vrstev — prosim o upfesnéni.
2) Jaky je ditvod pouziti riznych depoziénich technik (DCMS, HiPIMS) pti ptipravé
vrstev W-Cu a W-Zr , jakého druhu byl pouzity DC magnetron?
3) Jaké byly konkrétni vykony a frekvence pti depozici vrstev ?
4) Proc je asi el. rezistivita vSech vytvofenych slitin vét$i nez Cistych kovi ?
4) Je moZné najit n&jaké korelace mezi velikosti zrn krystald, vnitini strukturou
vrstvev a morfologii povrchu ?
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